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行业：电子—元件—印制电路板（PCB）

报告日期：2026年9月13日

2026年 9月11日（周五）收盘（最新交易日），以下所有价格/指标均为该日收盘口径，除非另注日期

本报告基于公开信息由AI自动整理生成，仅供参考，不构成投资建议
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截至2026年半年报，兴森科技实现营业收入40.38亿元，同比增长17.86%，归母净利润1.11亿元，

同比增长283.27%，其中2026年第二季度归母净利润0.92亿元，同比增长371.53%，业绩处于明

显修复和加速改善阶段。增长主要来自半导体业务：上半年收入约13.29亿元，同比增长约59.9%，

其中 IC封装基板收入12.09亿元，同比增长67.34%，毛利率由大幅亏损收窄至-0.36%；但该业务尚

未真正实现稳定盈利，利润改善仍处于产能利用率提升和项目爬坡阶段。

公司形成了“PCB样板及小批量业务+IC封装基板+半导体测试板”的多元业务结构。2026年上半年

PCB业务收入25.03亿元，占比61.98%，毛利率25.56%，仍是收入和经营基本盘；IC封装基板占

比29.94%，已成为主要增长来源；半导体测试板毛利率23.48%。PCB业务客户相对分散并具备小

批量、快速交付黏性，而 IC封装基板及测试板客户集中度较高，后续盈利弹性取决于FCBGA、CSP

等高端载板的放量及规模效应。

公司正在推进高阶mSAP和封装基板扩产，拟定增募资不超过39亿元，分别投向高阶mSAP基板项

目、CSP封装基板项目以及补充流动资金和偿还银行贷款，但方案尚需履行股东会、交易所审核及注

册程序。扩产有助于承�高速�模�、��及半导体相�需�，同�	
��资本开
、��、�资
和流动资金��仍��续。2026年上半年经营�动现金流净�约为-2.47亿元，资产��率处于较高
��。

截至2026年9月11日，公司股价收于39.33元，���约668.48亿元，�期均� 多!"#但高
$%&率�' 10%，9月9日后资金分(有所增加。)�方*，+, P-约495.、//01P-约308.6
.、PB约11.9.，�2定价已较充分34 FCBGA5产67、AI及��产业8扩9:期，未来业绩
;现速度<)�=>?@�在较大不A定性。
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BC7D/EF GGHIJK.SL1兴森科技

公司MF
NO�兴森快P电路科技股Q有R公司（SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1

/T]S1C_1`Ya）

上�信息
NOBC交易所（002开!，N�主板/b中小板）；上�日2010-06-

18，c行价36.50元，c行2d793e股；成f日1999-03-18

注册资本/�股本
约17.00亿元1/117.00亿股（流g约15.10亿股，Rh约1.89亿股，来源

中ijk^_YTal.]m.]U）

实no制p/qr长 stu（自vp，w营xy）；qz{|

注册及}公~� NO����NO�科技生,�

所�行业
电子—元件—印制电路板（B�会口径“���、g信和其�电子�备制

�业”）

��p�
7d761p（0_[U\U�XYW[1]_mZWU�1Z[_m�T）；另有��快�显� 7d920

p，�处��不��，以最新年报为�

��截� i务��以2026年半年报（2026-06-30，2026-08-21��）为主，另�
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2025年报（2025-12-31，2026-04-25��）； ¡¢行�£约为2026

年9月

�*��456789:;<

PCB印制电路板业务：2026¤¥收入25.03亿元，占61.98%，毛利率25.56%（同比-0.76Z]Y）；
HGH¦F§收入48.97亿元，占68.07%，毛利率25.26%（-1.70Z]Y）。产¨�©ª高多« PCB板、¬
­结®板、¤¯I（� AU��W�T[1¤¯I）、°载板（S`P）

± IC封装基板业务（半导体）：2026¤¥收入12.09亿元，占29.94%，同比+67.34%，毛利率-
0.36%（基本²正，同比大幅改善）；2025F§收入16.70亿元，占23.22%，毛利率-16.06%
（³ FCBGA未量产´µ）。产¨� CSP封装基板/B/载板< FCBGA/ABF载板

± 半导体测试板业务：2026¤¥收入1.20亿元，占2.97%，毛利率23.48%；2025F§收入2.39亿
元，占3.33%，毛利率38.03%。产¨� A/-半导体测试板

± 其�业务：2026¤¥收入2.06亿元，占5.11%，毛利率88.52%；2025F§收入3.88亿元，占
5.39%，毛利率89.77%

± ¶¨业务：PCB快件样板+¶用·,��（�¸¹、¶�高º» PCB生产资¼）

± ½~�：2026¤¥5¾ 21.91亿元（54.27%）¿ÀÁ 18.46亿元（45.73%）；2025F§5¾
39.19亿元（毛利率13.90%）¿ÀÁ 32.76亿元（毛利率26.35%，ÀÁÂÃÄ）

± 主要生产/业务子公司（2026¤¥）：Å兴ÆÇ（小批量板，收入3.63亿元、È亏为盈）、
F\UT�\UT（ÉÊ PCB业务，收入10.53亿元、净利1.01亿元）、ËÌ兴Í（bËÌÎÍ电，
¤¯I/°载板，收入5.28亿元、净利0.47亿元，同比-45%）；另有ÏÐ兴科半导体、ÑÀ兴科、
ÏÐ兴森半导体（载板基~）

�*��96=>?@AB8C-DEFG

兴森科技本¼上是“中Ò电子电路制�”ÓÔ，Õ印制电路板（PCB）产业8Ö×Ø大主�（PCB业
务、半导体业务� IC封装基板<半导体测试板、¶¨业务）。公司定$“MÙÚ进电子电路方案�
Û制�提供Ü”，�ÝÞß/TUY\U�à成á、mSAP改â半加成á、SAP半加成á，º为客户提供
“ãc—��—制�—S0/ä装”�åæç务，PCBèé¨ê��均约25d000ê/月。上Ò成本³ë
/金/ì价等大íÜ¨î动、议价能�ïð（Z[\]T-YWñT[）；下Ò PCB样板端客户相对分散ò具黏性，
而 IC载板<测试板端客户高度集中、ó大客户�制。

± 生产成本中ô�õö占比高：公司口径“报告期�均约63.02%”（2020年投资÷ø动）；
2021/2022年ùúûü报告均Fô�õö成本占比“超过60%”

± 主要bõö：Þë板（CC`）、半·>ý（Z[TZ[T�）、金þ、>ÿ��、ë�、ëÙ、��、
ì�

± bõö��成本结构（信用ûü报告）：2021年Þë板33.30%、>ÿ�� 12.50%、半·>ý
10.02%、金þ 11.90%；2022年Þë板32.22%、半·>ý 13.32%（其�项é�来源、Û段截
	，4
不A定，��
用）

± 成本©导��：Þë板主要³ë价��、半·>ý³ì价��、金þ³金价��。qz口径
（2023-04-07）：ë�占Þë板成本，�板约30%、�板约50%；Þë板约占PCB生产成本的
20%-40%，�ë价对PCB�成本��约6%-20%

± 供应Ü集中度�（分散����）：�五大供应Ü��占比2021年20.14%、2022年
17.59%、2025年20.27%（2025年�� 11.53亿元）



± ��Á��量（行业��口径，2025年10月）：ë价高$、��Ö同比+12%、金þ均价同比
+36.57%，上Ò 价对PCB行业成本��大，中Ò制�!在“bõö 价<客户�价”"£

± 有自#体F 2025¤¥公司整体毛利率“同比下$ 7.4Z]Y至15.9%”（%\TSW_Z]&.]_m），<长
'BCã报口径（2025¤¥毛利率18.45%、同比+1.9Z]Y）明显()；长'BC为�*�构ã报，
º信度Â高，15.9%�+未�信，标注�,

± -端应用：g信�备、=.电子、�业o制、/0电子、ç务1、23交g、���应用、半导
体；报告期¾4567高端�模�、89:g信、AI­件

± 公司整体�五大客户集中度（;方i报/ûü报告）：2024年®� 14.90亿元、占25.62%（客
户� 12.41%）；2025年®� 19.64亿元、占27.29%（客户� 13.06%、客户二7.68%），整
体较分散

± PCB生产板��五大客户：2023年21.73%；2020年12.04%（公司F“下Ò客户相对分散，
不<=é�行业>客户”）

± IC封装基板�五大客户：2023年48.48%、2024年53.54%，明显集中，对应��/封测大客户

± 半导体测试板�五大客户：2023年36.29%、2024年51.83%（ò 2023年?h@5子公司
¤AABBA后规模C小、集中度上升）

± 结�/D期：ÀÁ<E易业务主要为电F，D期�G月结30-90¹

± 结构性议价动,：PCB样板/小批量业务客户分散、公司有H速I样黏性<相对定价能�（样板/
小批量毛利率长期高于批量板）；而 IC载板<测试板*向大J��/封测/��客户，集中度高、
KB周期长（1-3年），�“高LM但ó大客户�制”的格×

± 具体大客户NF（O为、中兴、PQ、比uR、�ST、大U、长V��、长'��、ØW、
SXÀ�Y等）以及“O为Z[®\]^超_年”仅`于CÜ C`Sø动a要<散户/自#体b理，
非年报5N��，来源é�、未交c核实，d以最新年报“主要客户”�Ô为�

± ºe取的营f资金占用信g有R，需��：2026¤¥经营�动现金流净�为�（约-2.47亿元，
��/Oh F¥G口径），显�处于4资产投入/产能爬坡阶段，营f资金承�；应收D款周²¹�
（¯SB）、:付款/应付D款Di等具体营f资金指标本j ¡未取kº»、º交c核实的;方
�Û，l不
用。另�m方n来在“其�应收款”中体量较大（2025年o�五N其�应收款均
为�m方n来，第�N 7.27亿元、占29.33%），提�体¾资金n来较�pq该项为审�报告
口径，但�r<应收D款不同，st用。

± 客户集中度 结构性分>：公司整体�五大客户2025年®� 19.64亿元、占27.29%（2024年
为14.90亿元、占25.62%），整体较分散；PCB生产板��五大客户2023年21.73%、2020
年12.04%，分散ò不<=é�客户；IC封装基板�五大客户2023年48.48%、2024年
53.54%，半导体测试板2023年36.29%、2024年51.83%，均明显集中。供应Ü端集中度�，
�五大供应Ü��占比2021年20.14%、2022年17.59%、2025年20.27%。上u集中度��
来源为;方i报/ûü报告（�年Q标注）；其中2024年公司整体客户�占比12.41%、2025
年客户� 13.06%等信息以年报“主要客户”�Ô为�。
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HGHI¤¥
PCB1Hv.Gw%；半导

体1-33.19%

��xy（ãz{要

未提供该期整体净利

率）

半导体业务毛利率-33%，³��|}�+ÑÀ兴

科CSP产能爬坡+FCBGA高�p�/��/õö.

用´µ

HGH¦¤¥

PCB1HK.JH%；半导

体1-16.78%；其中

IC封装基板1-

25.17%

��xy（ãz{要

未提供该期整体净利

率）

PCB毛利率较2024¤¥的27.09%~�，主�上

Òë/Þë板/金þ 价+&�行业�季，公司成

本©导能�有R；半导体���复�、CSP产

能利用率<价格提升而收窄

HGH¦F§ PCB1H¦.HK%；半导

体1-9.28%；其中 IC

封装基板1-16.06%、

净利1.35亿元（营

收约71.95亿元，ã

z{要未提供明A整

PCB毛利率$至25.26%，成本���续；IC封

装基板-16.06%，公司自u主�“FCBGA封装

基板项目尚未大批量生产，p�、��、能源、
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测试板138.03% 体净利率��）
õö投入大”，�“未量产�����成本高”

的4资产爬坡��

HGHK¤¥

PCB1H¦.¦K%；半导

体1+1.79%；其中 IC

封装基板1-0.36%、

测试板123.48%

归母净利1.11亿

元，营收40.38亿元

（同比+17.86%，归

母净利同比

+283.27%）；ãz

{要未提供明A整体

净利率��

IC封装基板毛利率基本²正（-0.36%），半导

体整体²正+1.79%；测试板毛利率高但

2026¤¥$至23.48%，提�产¨结构/批量Ô�

:动；ËÌ兴Í 2026¤¥净利同比-45%，�#

�“bõö价格上 导�成本增加”

兴森科技本¼是“中Ò电子电路制�”q上Ò³ë/金/ì价î动、议价能�ð（ô�õö成本占比
超60%，�五大供应Ü��占比约20%），下Ò PCB样板端相对分散有黏性、载板/测试板端ó大客
户高度集中�制（IC封装基板�五大客户2024年53.54%）；公司利润率的核���不在©ª
PCB（毛利率18%-25%�£的稳定现金流），而在 IC封装基板/FCBGA载板等高端产¨放量�来的
产¨结构升ü<规模效应q� FCBGA量产、CSP产能利用率<价格提升，半导体业务毛利率由
2024¤¥的-33.19%收窄至2026¤¥的+1.79%，是公司中长期业绩弹性来源。

P"Q7RS8TU��

�*+�VWX56Y

� W 56Z[ \] ^_LDE \]

F§HGHI 58.17亿元 +8.53% -1.98亿元
-193.88%（由盈

²亏）

F§HGH¦
71.946亿元（�A�

7d194d624d804.67元）
+23.68%

1.349亿元（归母，�A

� 134d946d022.66元）

+168.05%（²

正，上年为-1.98

亿）

HGHK�¥ 18.18亿元 +15.10% 0.19亿元（归母） +100.00%

¥¤HK 40.38亿元 +17.86% 1.11亿元（归母） +283.27%

HGHK�H（é季） 22.20亿元
+20.23%（Ó

比+22.08%）
0.92亿元（归母）

+371.53%（Ó

比+389.54%）

��来源：F§HGHI、F§HGH¦、¥¤HK、HGHK�¥、HGHK�H��来自BC�报、BC"W、�*新�、中Bj、中5基金报
及CÜã报（中¸BC 2026-06-06、开源BC 2026-08-24、�银5n 2026-08-25/27），并经多来源交c核对。最新�期
i报为2026年半年报（2026-06-30，公告日约2026-08）；F§HGH¦年报公告日为2026-04-24/25，已审�。口径提�：
TWXYm_UT��股�*显� 2026中报�净利润-559.6e�（���股东损�口径），<报��归母净利润+1.11亿�不��，�
�来自��股东损�（归母�净利润-��股东损�），
用务�标明口径，不要t用。1¤HK�非归母净利润1.25亿元（同
比+166.9%），�®毛利率20.95%（同比+2.5Z]Y）；HGHK�Hé季毛利率22.41%（同比+2.88Z]Y、Ó比+3.24Z]Y）；
HGHK�¥毛利率19.17%（同比+1.98Z]Y），净利率-2.52%；F§HGH¦�非归母1.410亿元（同比+172.03%），毛利率
19.57%（同比+3.70Z]Y），净利率-1.45%（同比+7.68Z]Y），�� -PS1G.G�元，AB-1H.¦H%，资产��率61.92%，ãc
投入4.81亿元（+8.86%），ãc占比6.69%，分�:案  10股¡现0.30元（�¢）。1¤HK分业务：PCB收入25.03亿
元（同比+2.23%，占比62.0%，毛利率25.56%）；半导体业务收入13.29亿元（同比约+59.9%，占比32.9%），其中 IC

封装基板12.09亿元（同比+67.34%，毛利率-0.36%，同比+24.81Z]Y），半导体测试板1.200亿元（同比+10.53%）；其
�收入2.063亿元（占比5.11%，毛利率88.52%）；~�：5¾ 21.91亿元，ÀÁ 18.46亿元。F§HGH¦分业务：PCB收入
48.97亿元（+13.89%，毛利率25.26%，-1.70Z]Y）；半导体收入19.10亿元（+48.62%，毛利率-9.28%，+23.88Z]Y）；



IC封装基板16.70亿元（+49.71%，毛利率-16.06%）；半导体测试板2.39亿元（+41.45%）。亏损主体à亏/È亏：Å兴
ÆÇ净利润811.98e元（同比+109.9%）È亏为盈，ÑÀ兴科等主体£È亏。

公司业绩处于È亏改善g3：F§HGHI归母净利润-1.98亿元由盈²亏，F§HGH¦归母净利润²正至
1.35亿元（同比+168.05%），1¤HK归母净利润1.11亿元（同比+283.27%），2026�Hé季归母净
利润0.92亿元（同比+371.53%、Ó比+389.54%），利润端改善显¤ò¥季加速。增长主要由半导
体业务î动，1¤HK半导体收入同比约+59.9%，其中 IC封装基板收入同比+67.34%，但 IC封装基板
毛利率仍为-0.36%（同比+24.81Z]Y，尚未²正，主� FCBGA未大规模量产）；PCB业务1¤HK收入
同比仅+2.23%，毛利率25.56%（同比约-0.8Z]Y），相对�稳。亏损主体à亏/È亏（Å兴ÆÇÈ亏
为盈、ÑÀ兴科等£È亏）及�®毛利率提升（1¤HK同比+2.5Z]Y）是利润弹性主要来源。需注
：
公司整体盈利体量仍小（F§HGH¦归母仅1.35亿元），IC封装基板业务尚未实现盈利，业绩;现高度
<= FCBGA放量Ô�；¦Á口径上 TWXYm_UT�显� 2026中报���股东净利润为-559.6e元，<
归母净利润正1.11亿元方向相3，34亏损子公司（FCBGA等）Q�由��股东承§，比较)��
应ª�¨用归母净利润口径。

�*��`Dab

:测来源为é©CÜã报，非多�构��:期，�构£分(H大，
用�ª标明具体�构。�银5n（2026-08-25/27，«
¬:、�­，ûü®入，目标价61元）：2026/2027/2028归母净利润3.2/8.7/11.4亿元，-PS1G.¥w/G.¦¥/G.Kv元， 股净
资产3.1/3.6/4.2元，)��用2028年14.7. PB；报告日收盘价35.78元，¯� 幅标注为70%°84%（来源£�在�
�）。开源BC（2026-08-24，«±²、³´，ûü®入，未µ目标价）：2026/2027/2028归母净利润5.16/14.08/20.21
亿元（b� 4.39/5.83亿元，本j上¶），-PS1G.JG/G.�J/¥.¥w元，对应报告日股价33.31元的P-为116.5/42.7/29.7.。
中¸BC（2026-06-06，·¸等，ûü®入）：2026/2027/2028营业收入86.51/105.14/128.92亿元，归母净利润
3.96/6.69/10.78亿元，-PS1G.HJ/G.Jw/G.KJ元，½ 2026-04-29收盘价27.46元� P-1¥¥w/vG/II.。同¹º�业绩:测��
（��截至2026-03-09，ï�，供对�）：10©�构:测2025年 -PS1G.¥G元/净利润1.69亿元（实n�� 0.08元/1.35
亿元，ï高）；2026年净利润均� 4.00亿元（�£ 2.87°5.30亿元）、-PS均� 0.24元（�£ 0.17°0.31）；2027年净利
润均� 7.60亿元（�£ 6.15°9.27亿元）、-PS均� 0.45元（�£ 0.36°0.55）。TWXYm_UT���:期（基于2026中报
Â新）：-PS增速26-/Hv-/H�-�HG�.¥G%/w¥.wK%/¦J.¥¥%；营收增速26-/Hv-/H�-�HI.¥I%/HJ.I�%/HH.KH%。Â»¼½
:测（已ó上¶，供对�）：长¾BC 2025-11-19:测2025-2027归母1.61/3.29/6.96亿元；开源BC 2025-10-31:测
2025-2027归母2.51/5.30/7.25亿元；5投BC 2025-10-31:测2025-2027营收71.55/89.44/112.7亿元，归母
1.85/4.38/8.68亿元，目标价约25.2元（b�ó截	）。��不A定性：2026年归母净利润:测¿ 3.2亿元（�银）À
5.16亿元（开源），2027年¿ 6.69亿元（中¸）À 14.08亿元（开源），2028年¿ 10.78亿元À 20.21亿元，分(' 2.；
主要�量是FCBGA封装基板放量Ô�<高多« PCB（Å兴ÆÇ）盈利修复速度。

HI 56Z[ ^_LDE LDEcd e�Zf�ghi�

HGHK-
86.51亿元（中¸BC:

测）

�银5n 3.2亿元1/1开

源BC 5.16亿元1/1中

¸BC 3.96亿元

开源BCb� 4.39

亿元，本j上¶至

5.16亿元；�构£

分(显¤

�银5n 0.19元1/1

开源BC 0.30元1/1

中¸BC 0.23元

HGHv-
105.14亿元（中¸BC

:测）

�银5n 8.7亿元1/1开

源BC 14.08亿元1/1中

¸BC 6.69亿元

�构£分(' 2.

�银5n 0.51元1/1

开源BC 0.83元1/1

中¸BC 0.39元

HGH�-
128.92亿元（中¸BC

:测）

�银5n 11.4亿元1/1

开源BC 20.21亿元1/1

中¸BC 10.78亿元

�构£分(显¤

�银5n 0.67元1/1

开源BC 1.19元1/1

中¸BC 0.63元

�*��TUjk8lGmn
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�银5n ®入 2026-08-25/27

目标价61元，Á�在 ¡À的

'期��µ?具体目标价的�

构，)�方á为2028年14.7.

PB；报告日收盘价35.78元，

¯� 幅标注为70%°84%（来

源£�在��）；�高)�Â

�，不能Ã\多�构ÄÅ目标价

开源BC ®入 2026-08-24

未#目标价；2026-2028归母净

利润:测5.16/14.08/20.21亿

元（b� 4.39/5.83亿元，本j

上¶），对应报告日股价33.31

元的P-为116.5/42.7/29.7.

中¸BC ®入 2026-06-06

未#目标价；2026-2028归母净

利润:测3.96/6.69/10.78亿

元，½ 2026-04-29收盘价

27.46元� P-1¥¥w/vG/II.

Ã�)�处于H高��。���约668.5亿元（TWXYm_UT�，约2026年8-9月快�），流g��约
597.0亿元。)�指标（TWXYm_UT�)�比较，基于2026中报口径）：P-1H¦A1Iw¦.Jv.1/1//01
JG�.KG.1/126-1¥¦w.¦v.1/127-1�J.G¦.1/128-1¦I.H¦.；PS1H¦A1w.Hw.1/1//01�.¦K.1/126-1v.I�.1
/127-1K.GK.1/128-1I.wI.；P-G1G.K¥。交cÆB：��BC�股� //0口径营业收入约78.07亿元
（+22.7%）、净利润约2.17亿元（+214.6%）、�非约2.19亿元（+223.2%），��� 668.48亿
元、Ç业价� 763.91亿元、�资产��率64.6%、毛利率21.0%、AB-È//0É1J.w%、ABICÈ//0É1
J.¦%；用��/净利668.5/2.17Ê308.，<TWXYm_UT�的 //01P-1JG�.K.��，øBg过。 股
净资产约3.32元（2026-06-30口径，��），¯� PB约10°11.（以35元上下股价Ë�）。Ã�
股价�£（多�快�，�别较大，需注
�5）：2026-08-24报告日收盘33.31元、2026-08-27报
告日收盘35.78元、\Ìi快� 35.35元/39.33元（��Í�快�）；整体' 1�月+12.95%、' 3�
月-24.45%、' 6�月+81.64%、Î年以来+85.93%（TWXYm_UT�，约2026年8-9月）。)�结Ï
要5：以2025年（归母1.35亿元）+, P-高Ð约495.、//01P-约308.；�Ñ½最ÒÓ的
2026-:测（开源BC 5.16亿元），P-仍在100.以上。�于ÔJ�业绩尚未;现、)�»封装基
板/FCBGA5产67< AI/��产业8:期
Õ�的高)�标的，PB£Ð约10.以上。相�r项：定
增:案拟募资不超过39亿元，用于�高阶mSAP基板Ö能制�及产业>项目（�期）�及�集成电路封
装基板项目（Ø期）�扩产，新增年产12e�mSAP基板、月产2.5e�封装基板产能（开源BC
2026-08-24ã报），定增会�� -PS/ 股净资产，需注
对)�口径的��；股Q~�：2026-08-
20公告拟集中×价~�，金� 6000e元°1亿元，价格不超42元/股，用于股ØÙÚ>���股。�
�日期<来源º»性+明：本j ¡�Ã��5�约为2026年9月�后（最新º`日期为2026-09-08
的ã报ùú��，最新i报为2026年半年报）；所有价格/��/P-均需标注其快�日期，A股行?
�Û���大（本{要中33°39元的股价�为不同快�所�）；;方����经多�来源交c核对，
º信度高；�构:测<目标价为CÜãzÓ5，非;方��，2026-2028年利润:测�构£分(H大，
�银5n 61元目标价为é��构、PBá)�；同¹º�:测����截至2026-03-09，已明显Ü后
（其2025年:测高于实n），
用�应注明为¼½:测快�；需ÝÞ口径ßà：TWXYm_UT�/Oh等
�*?现的�净利润（���股东）�为��，<�归母净利润�为正不��，源于��股东承§了亏损
子公司（FCBGA等）Q�，比较)��ª�用�归母净利润�口径。
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2026年 6月23日á，公司公告â2026年度向�定对ãc行A股股ä:案å，拟向不超过35N�定
对ãc行股ä不超过5.10亿股，募集资金��不超过39亿元。募投用æ：20亿元投向ÑÀ兴森半导
体“高阶mSAP基板Ö能制�及产业>项目（�期）”，用于高速�模� PCB产能，拟新增年产12
e�方9mSAP基板产能，建�期2年、建成后第2年Ð产；11亿元投向ÑÀ兴科半导体“集成电
路封装基板项目（Ø期）”，Ð产后 月新增2.5e�方9（年> 30e�方9）CSP基板产能，Þ
ß��/çè/
éêý等；8亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。该:案尚需公司股东会审议g
过、N交所审核g过及B�会同
注册后方º实ë，尚未�~，�在不A定性。��的��经营��：
2025年公司�模�用PCB收入不超过1.5亿元，占营收比ì不超过2.08%；2025年 IC封装基板收
入16.70亿元，占营收23.22%，主要由CSPíî，FCBGA占比小；承载FCBGA产�的子公司ÏÐ
兴森2025年营业收入仅2689.99e元，营业利润-6.44亿元，净利润-5.33亿元，2025M年p�/能
源/bõö/���ï等投入®� 6.62亿元；截至2026年�季度o，经营性现金流净�-2.47亿元、投
资�动现金流净�-2.94亿元、ð资�动现金流净�+7.68亿元，资产��率63.85%，有息��®�
58.75亿元（占�资产37.48%）；定增:案公Ö�股价大 ，��由年ñ约360亿元增长至约820
亿元（截至2026年6月报3）。本j定增未ò及�2�注的FCBGA/AIêý载板项目。
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第�批（已ó成）：2024-02-27第ôõqr会第Ø_二j会议g过，~�价不超16.84元/股，金�
3000eö5000e元；截至2024-02-28~� 240e股，成交均价12.96元/股，
付3110.85e元。第
二批（已ó成）：2026-04-23第÷õqr会第_二j会议g过，~�价不超31.09元/股，金� 6000
eö1亿元；截至2026-07-20µ�~� 329.49e股（占Ã��股本0.19%），成交均价30.20元/股，
成交�金� 9950.36e元（不�.用）。第Ø批（最新、进行中）：2026-08-19第÷õqr会第_
øj会议g过，集中×价方æ~�，价格不超42元/股，资金�� 6000eö1亿元，用æ“股ØÙÚ
>���股�ù”，期R 12�月（2026-08-21至 2027-08-20）。2026-08-21��â~�方案公告
ú~�报告ûå（公告üg 2026-08-039），拟~�约142.86eö238.10e股（占�股本0.08%ö
0.14%）。2026-08-21同日公告取k中5�Ü银行NO分行股ä~�ý项贷款承þÿ，贷款�度不超
过9000e元（ò不超过~�资金��的90%），期R不超36�月，ý项用于~�（公告üg 2026-
08-043）。截至2026-08-31尚未实n~�任何股Q（2026-09-02/03~�进7公告，公告üg 2026-
09-045）。截至���股�ù草案公告日，公司~�ý用BCD户�有569.49e股（240e+329.49
e）。
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2026-09-11第÷õqr会第_五j会议g过，草案M�公告日2026-09-12。规模不超过569.49e股
（占�股本0.34%），资金规模不超过1.1048亿元；�®价格19.40元/股（不�于草案公告� 1�
交易日均价的50%�19.37元、� 20�交易日均价50%�18.24元）；�有p不超过417p（qr/高
管 2p：{|、乔û晓，®� 15.80%Q�）；股Q来源为~�ý用D户股ä（� 2026年第二批~�
499d400股:留Q�）。解锁安"：�续期48�月，分Ø期解锁（锁定期12/24/36�月），解锁比
ì 30%/30%/40%，对应2026ö2028年营业收入考核目标。后续程序：2026-09-28召开2026年第
øj临�股东会审议（股Ø登记日2026-09-22），需股东会批�，�在不A定性。同�qr会还审
议g过â�于拟向金��构申d新J政策性金��具的议案å等。
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2026-09-07临�股东会审议：放弃5资股东所�ÏÐ兴森约13亿元股Ø的优Ú�®Ø，以及0元³
让���股�台 1亿元实缴?资r务。�mxy：2023年8月为推进ÏÐ兴森FCBGA项目，兴森科



技对其增资并
入5NZ[投资÷，增资金� 16.05亿元（兴森K缴 5.55亿元，五NZ投®� 10.5
亿元）；�定增相���，Z投投资期已临'õ满，公司正协Ü其退?方案。（信息来源为经济Ó察
jé�报3，未e第二来源印B）
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2025-07-28/29ó成：公司以现金3.1999亿元（约3.20亿元）向5©集成电路产业投资基金（Oê
投资管理）³让ÏÐ兴科半导体有R公司24%股Ø，ó成后强>半导体Ö×。
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o股股东、实opà�：2025-09-26公告“o股股东、实no制pà��ù实ëó成”。另���
�股“¾�p�动”��，stu于2025年8ö9月多jà�：2025-08-271-128.80e股（均价
19.06）、2025-08-281-365.70e股（19.05）、2025-09-121-242.00e股（23.12）、2025-09-221-
132.29e股（23.95），2025-09-23有+5.00e股（24.40）。（该¾�p明细为é�来源，未e第二
来源交c核实，仅\参考）~�r项�_N股东（登记日2026-08-20）：①stu 234d462d652股
（13.79%）；②晋宁 66d902d828（3.94%）；③叶汉斌 60d390d996（3.55%）；④9丽冰
40d107d000（2.36%）；⑤香港中央结� 30d418d955（1.79%）；⑥金宇W 19d611d661（1.15%）；
⑦M5社保基金��五组® 14d485d200（0.85%）；⑧yº长¾¨¼长青t®
12d653d068（0.74%）；⑨Ïc基金-社保ø二零组® 11d132d562（0.65%）；⑩摩根Y丹利�Û经济
t® 10d846d430（0.50%）。2025年报��股东户� 10.89e户，�_大股东®��股5.07亿股
（占�股本29.80%）。
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2025年报（2026-04-25��）：营业�收入71.95亿元，同比+23.68%；归母净利润1.35亿元
（2024年为-1.98亿元，同比È亏）；基本 -PS1G.G�元；毛利率19.57%（同比+3.70Z]Y）；AB-1
H.¦H%。HGH¦年度利润分配：  10股¡现金�利0.3元（�¢），剔除~�ý户股Q后�¡息
50d901d250.89元；2026-05-18年度股东会g过，2026-05-21实ë公告（公告üg 2026-05-
023）。2026半年报（2026-08��）：20261¤¥营收40.38亿元（同比+17.86%），归母净利润
1.11亿元（同比+283.27%），�非归母1.25亿元（同比+166.9%）；�Hé季营收22.20亿元
（+20.23%），归母0.92亿元（+371.53%）。
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2026-04-13、2025-10-15各�j“ 幅ï离�Ð 7%的BC”（交易公开信息）。
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收盘价 39.33元

 跌幅 -0.38元1/1-0.96%

Î开1/1昨收 39.391/139.71

Ã日最高1/1最� 40.001/137.38

振幅 6.60%
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成交量1/1成交� 150.54e&1/158.31亿元

%&率1/1量比 9.92%1/10.90

�股本1/1流g股本 17.00亿股1/115.18亿股

���1/1流g�� 668.48亿元1/1597.00亿元

�盈率È动,É 302.46.

�盈率È+,1/1//0É 495.37.1/1308.60.

�净率 约11.86°11.89.

52周最高
55.00元（百度股�g、AAS/BCXS、英为i?Ø源��，具体

创?日期未知，未核实À）

52周最�

各源不��：AAS/BCXS报17.83元，英为i?报18.41元/

18.31元，百度股�g报18.38元，�£约17.8°18.4元（��º

能来自复Ø口径<ª�窗口起�日不同，不Å�用é��A�；

雪Ù¼½�曾显� 16.10元，其�来源未印B，视为º,、未�

信）

'�周日�序#（收盘价1/1 跌

幅）

2026-09-07：36.75元，+10.00%（ 停），%& 7.24%，成交

39.54亿；2026-09-08：40.12元，+9.17%，%&（09:35�已

4.68%）；2026-09-09：39.45元，-1.67%，%& 11.39%，成

交68.87亿（Ã日最高41.08，为'期:段高5）；2026-09-

10：39.71元，+0.66%，%& 9.58%，成交57.26亿；2026-09-

11：39.33元，-0.96%，%& 9.92%，成交58.31亿
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均�（0A¦/0A¥G/0AHG，

�复Ø）

0A¦1�1Jw.Gv元，0A¥G1�1

JK.�¦元，0AHG1�1J¦.wJ元

现价39.33元1>10A¦1>10A¥G1>10AHG，

 �期多!"#；0A¦[高于现价，+

明最' 5日均价已ó现价小幅跌破，�

�动能边nàð。9月8日形成�均�金

蜘蛛�（九方Ö投提�），�期走强信

g；同日提�下方均�
Õ$约38.50

元。来源为九方Ö投。

0AC¯

¯IF1�1¥.G�，¯-A1�1

G.IJ，0AC¯柱1�11.29（正

�）

8月7日?现零轴下方金c，9月9日双

�（¯IF/¯-A）上穿 0轴，进入强势

�；九方9月11日提��处于强势¶整

阶段，后续�注0AC¯是否4新死

c�。��来自九方Ö投é�来源。

ASI 未取k 9月 11日�A�� 九方Ö投F�9月 7日 ASI金cò�期

ASIå上50，�期走强�；东方i富千

股千û（2026-09-11117:00）标注�ASI
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l无明显信g?现�。英为i?h语技术

�曾µ?1ASIÈ¥IÉ�Iv.wIv（中性），但

其�*价格��对应约35.19元、日期

标注2026-09-01附'，<本轮 39元以

上的价格不符，判定为Ü后��，不�

信为Ã��。Ã日 ASI�A�xy。

Ö林�（BB``）
未能取À 9月 11日的上/中

/下2�A��

东方i富千股千û明A标注�BB``l无

明显信g?现�。本报告�23�$置改用

已核实的67锚5：0AHG�J¦.wJ元

（'似中2）＋ðD成本分Ö，�'似

推	而非;方指标�。

ðD分Ö（九方Ö投，日

期标注2026-09-11）

e利比ì 73.01%；�仓均

价36.73元；阻�$ 40.41

元；
Õ$ 35.36元；90%

成本�£ 31.48°40.61元

（集中度12.66%）；70%

成本�£ 33.76°39.94元

（集中度8.39%）

ðD成本�£<
Õ/阻�$º用于67

xy的Ö林�23\为等价锚5。

�构参<度<主�成本

（东方i富千股千

û，2026-09-11117:00）

�构参<度38.23%，

��中度o盘�；最' 1日主

�成本38.73元，最' 20

日主�成本36.48元

主�成本均�于现价39.33元，浮盈垫

较�。该�同�µ?�'期=息*�p，

主�资金有流?迹ã，�期 现震荡趋

势�，¼½~测口径�j日上 概率

46.43%、5日上 概率48.26%�（为¼

½样本ª�，不等于未来概率）。

龙虎榜（º交c核实）

2026-09-07�日 幅ï离

�Ð 7%上榜：龙虎榜净®

入5.93亿元，�构ý用席

$净®入2.60亿元，N股

g净®入2.45亿元，营业

�席$®�净®入8d808e

元；Ã日主�资金净流入

12.95亿元（�大é+12.49

亿）。2026-08-17£曾上

榜：龙虎榜净®入3.45亿

元，�构净®入2.61亿

元，Ã日 9.99%、%&

10.17%

'�周上榜 1j，µ�®入9.06亿、卖

? 3.14亿、净®� 5.93亿（东方i富

千股千û，< 9/7����，交c印

B）。

�资�C �资��：9/07121.61亿1

�19/08126.47亿（Ó比

+22.48%，Ã日�资净®入

4.86亿，�资净®入行业

"N 1/420）�19/09124.30

亿1�19/10123.85亿；9/11

���� 23.59亿，占流g

��约3.91%（�2�均

9月8日为峰�，¦后连续�日~�；

�C规模H小。
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4.37%）；�C��仅约

2d627e元（9/10）

截至2026-09-11收盘，兴森科技报39.33元，跌 0.96%，%&率9.92%，成交� 58.31亿元。现价
高于0A¦ÈJw.GvÉ1>10A¥GÈJK.�¦É1>10AHGÈJ¦.wJÉ �期多!"#，0AC¯双� 9月 9日上穿 0轴进入
强势�，但0A¦[高于现价、量比0.90显���动能边nàð。9月7-8日放量 停/大 、主�大
幅净流入，9月9日起²为净流?/分(，9月10-11日流入流?基本抵=，��资金动能较9月7-8
日明显衰à。现价39.33元$于52周�£中上�（距 52周高5 55.00元约-28%，距 52周�5约
+115%），�3弹修复段而非¼½新高$置。ASI< BB``未取kº交c核实的Ã日�A�，?y推
演中~避对二÷的�A<=。不同�台对�主�/大é/�大é�的定r<ª�窗口不同，资金流���
�较大（9.29亿1vX1H¥.ww亿1vX1H¦.¥w亿），不应ô�比较；ºAK的Ä性是9月7-8日为放量净流入，
9月9日起分(加剧、动能衰à。

¨*��ÅÆ¼½�Ç�ÈÉ!Ê�ËÌ�Í�ÎÏÐ��

Ñ��ÒÓÔÕ�Ö?23Î×,Ø����HzÙ++oZÚRSÛ�¾¿4ÜËÌ�Í�Ý�Þ ßÞ×Xàáâã�

xäå�(K�æxGCçè}wé�ê¤ëÁìí

î�¦ï�¾Bð

Bð ñò NO

�期�� 40.0°41.1元

<� 9/11最高40.00元、9/9最高41.08元、ðD阻

�$ 40.41元。放量å稳41元以上，则��I开向

43°44元��（对应9/9理Ï 停价�）的空£；3

"在该�£3复³阻则AK箱体上Õ。

第�
Õ 38.5°39.1元

<�0A¦�Jw.Gv元、九方提�的均�
Õ 38.50

元、9/9成交均价39.83元下方。y守则大概率~补

9/8跳空x口并下探0A¥G。

强
Õ 36.3°36.9元

<�0A¥G�JK.�¦元、ðD�仓均价36.73元、九方

提�
Õ$ 36.27元。跌破则I开向0AHG�J¦.wJ

元、ðD
Õ 35.36元的下行空£，再下看 70%成本

下Õ约33.76元。

ó�ÈÉ!ÊËÌ�4Ü ß�ôå�(K�

± 震荡整理（相对Ø4较高，约五成左右（主Ó经Æ性判	，非ª�概率））：价格�£：
38.5°41.0元。触c条件：0A¦（Jw.Gv元）走�、现价在该�£¾3复，量能维�中性��，
无4大新增=息催>，ðD在38.5°41.0元�£继续%&。ãz{要b�在¦处截	，未µ?该
?y的ó整描u。

± ïð下行（ãz{要中?y描u不ó整，无áó整
用；Ø4未在{要中明Aµ?（ãz{要b
�在¦截	，仅#??y�，未提供?y二、?yØ的ó整¾容））：��xy：ãz{要b�
在�?y�：震荡整理�的描u中?现截	，?y二（ïð下行）<?yØ（3弹走强）的具体价
格�£、触c条件<Ø4均未在ãz{要中ó整?现。基于已核实的��技术$置+明：若y守
第�
Õ 38.5°39.1元，则大概率~补9/8跳空x口并下探0A¥G；若跌破强
Õ 36.3°36.9元，



则I开向0AHG�J¦.wJ元、ðD
Õ 35.36元的下行空£，再下看 70%成本下Õ约33.76元。
以上为基于已核实
Õ$的推演，非ãz{要中ó整的独f?y描u。

± 3弹走强（ãz{要中?y描uxy，无áó整
用；Ø4未在{要中明Aµ?（ãz{要b�
在¦截	））：��xy：ãz{要未提供该?y的ó整¾容。基于已核实的��技术$置+明：
若放量å稳41元以上，则��I开向43°44元��（对应9/9理Ï 停价�）的空£；3"若
在40.0°41.1元�£3复³阻，则AK箱体上Õ。以上为基于已核实��$的推演，非ãz{要
中ó整的独f?y描u。

õ�wö8÷³áøÌ

【%&率<成交�】%&率：9/717.24%、9/9111.39%、9/1019.58%、9/1119.92%，�续在7%°11%
的高%&�£。成交�：9/7139.54亿1�19/9168.87亿1�19/10157.26亿1�19/11158.31亿，' 3日稳定
在55°69亿元。5日量均172.69e&、10日量均133.63e&（9/11），9/11量比0.90（较�日C
量）。流g�� 597亿元，�中大盘，叠加高$%&，盘口N度尚º、流动性风险不)?，但高%&
本身+明ðD交%剧烈、分(较大。【股东<ðD结构，均为Ü后��，ª注明报告期】股东户�
（截至2026-06-30）：28.95e户，较2026-03-31的 14.73e户增加96.48%；户均�有5d872股。
户�翻.ÊðD显¤分散，g常对应主�¡c>散户涌入阶段，但该��已Ü后约2.5�月，期£结
构º能已大幅�>。�_大股东�股®� 29.32%；�构投资÷®�占比14.79%（689©），第�大
股东stu（截至2026-06-30）。_大流g股东中的主流�构（2026-06-30，东方i富_大流g股
东标签）：公募2©、社保 2©、私募0©、�FII1G©。��在公募<社保，但©��、�量有R，
未`�FII。Ë向资金：2026-06-301�有3d579.55e股，占流g股2.36%，较上季o+805.09e股
（+29.02%），�股�� 18.24亿元（]�X.]U）。AAS/BCXS/英为i?显�港资�股约
4.02%（6d811.57e股，日期未明，< 2026-06-30口径不同，需��）。Ë向�股比ì整体仍�ï
�。¼押：截至2026-09-04，¼押�比ì仅2.7%（4d590e股、3笔），¼押风险�（东方i富1
XY_]ñaWYW1�）。【主�资金，口径�在明显分(，需分源#�】½BC"W�主�资金�口径（截至
2026-09-11）：9/111净流? 3d776.6e元（占成交�-0.65%）；9/101净流入1.72亿；9/91净流?
9.85亿（-14.30%）；9/81净流入6.80亿（+5.95%）；9/71净流入12.59亿（+31.84%），' 5日®
�约净流入+10.9亿元。东方i富：5日主�净流入20.99亿，10日主�净流入21.99亿（超大é 5
日+23.48亿、大é-2.50亿）。九方Ö投（2026-09-11）：' 10日主�µ�流入9.29亿元（另��
* 9/9口径为12.21亿）。im社：' 3日净流入21.57亿、' 10日 25.19亿、' 20日 33.09亿。
不同�台对�主�/大é/�大é�的定r<ª�窗口不同，����较大，不应ô�比较。ºAK的Ä
性是：9月7日 停、9月8日大 为放量净流入，9月9日起²为净流?/分(，9月10-11日流入流
?基本抵=，��资金动能较9月7-8日明显衰à。

若é日成交��续放大至' 3日�£上Õ（约69亿元）以上、>显¤萎C至5日均量以下，º分别
视为资金4新介入>动能衰à的Ó察信g（校�基于本股自身'期55°69亿元的正常成交�£，非g
用阈�）。

ù�¦q&ú�Î×Üûü	�ôýþÁì�

± �注�期�� 40.0°41.1元�£：能否放量å稳41元以上，>在该�£3复³阻AK箱体上Õ，
为Ó察思路，非操\指令。

± �注第�
Õ 38.5°39.1元（0A¦及均�
Õ）<强
Õ 36.3°36.9元（0A¥G、ðD�仓均
价）的ky，y守则分别下探0A¥G<0AHG�J¦.wJ元、ðD
Õ 35.36元，为Ó察思路，非操
\指令。

± �注成交�量能信g：é日成交�能否�续放大至' 3日�£上Õ（约69亿元）以上>显¤萎
C，\为资金介入/动能衰à的Ó察思路，非操\指令。

± �注0AC¯是否4新死c（九方Ö投9月11日提��注5），以及高%&（7%°11%）下ðD
交%<分(的演�，为Ó察思路，非操\指令。



以上?y推演基于2026年9月11日收盘��及¼½价格、技术指标测�，�期股价还会³=息*、资金*、大盘Ó境等
多4�素扰动，技术指标本身�在Ü后性和×R性，不构成对未来实n走势的保B，	不构成®卖建议，d结®最新�2信
息独f判	并自行承§投资风险。

ÿ"�6À<8竞争对手��

�*+��6现状

公司所�电子—元件—印制电路板（PCB）行业，处于电子产业8中Ò制�ÓÔ。PCB\为电子产¨
和信息基础�ë不ºx�的基础电子元1件，应用范围Ï泛，<MÙ宏Ó经济形势�m度较高。行业
上Ò为Þë板、半·>ý、金þ、>ÿ��、ë�等bõö，价格³ë价、ì价、金价等大íÜ¨î
动；下ÒÞßg信�备、=.电子、�业o制、/0电子、ç务1、23交g、���应用、半导体
等，4567方向为高端�模�、89:g信、AI­件。Ã�行业 现“bõö 价<客户�价”双
4成本��（2025年10月口径：ë价高$、��Ö同比+12%、金þ均价同比+36.57%），同� AI
��<��周期上行�动高端载板（FCBGA/ABF、CSP/B/）5产67需�。

�*��竞争À<

± 公司定$：5¾ PCB样板/小批量绝对龙!（ãz{要F连续15年�占第�，Q�远超第二N
至第_N�和，主I 24小�H速I样）；�ÝÞß/TUY\U�à成á、mSAP改â半加成á、
SAP半加成áM套制程

± IC封装基板方*：ãz{要F公司为5¾��载板龙!（5¾�占约25%），5¾Á�¾资同
�量产B/+ABF载板Ç业，)破mSAP�细�路�Ý（最小�宽�距 9/12μm，¥KöHG«高阶基
板â率85%-90%）

± 半导体A/-测试板方*：ãz{要FMÙ�Ø，�占约15%，N度配套泰瑞Ð、爱德eMÙ!
�测试�备厂Ü

± 产能Ö×：ÏÐ、ÑÀ、Å兴、ËÌø大制�基~分�明A；ÑÀ B/��载板月产能5e㎡；
ÏÐ黄埔 FCBGA基~（�投资超39亿元）�期2026年量产，年o月产能爬坡至6eý，远期
M�Ð产后月产能超20eý

± 子公司：F\UT�\UT（ÉÊ PCB业务，2026¤¥收入10.53亿元、净利1.01亿元，³�ÉÊ~暖）、
Å兴ÆÇ（小批量板，2026¤¥收入3.63亿元、È亏为盈）、ËÌ兴Í（bËÌÎÍ电，¤¯I/
°载板，2026¤¥收入5.28亿元、净利0.47亿元，同比-45%）、ÏÐ兴科半导体、ÑÀ兴科、
ÏÐ兴森半导体（载板基~）

± ãc实�：ãz{要F 2021ö2026�¥µ�ãc投入超22亿元，ãc.率长期5%以上，�有千
�项电路、载板ý利

± ¶¨/�ê电路配套：具备¸¹、¶�高º» PCB生产资¼，º生产抗辐
、宽温域�密电路板

± 上u�分产能<�占率��来源为CÜã报、¶ãÌ答及自#体b理，交c核实程度不�，d以
公司公告/年报为�

�*��4&竞争对手

�� uB NO

兴森科技（002436.SL） PCB样板/小批量龙!1

+1IC封装基板

（B/+ABF）+1半导体

测试板，中Ò电子电路

制�

ãz{要F PCB样板5¾�占第�、MÙ

A/-测试板�Ø（�占约15%）、5¾��

载板龙!（�占约25%）；2026¤¥营收

40.38亿元、归母净利1.11亿元，半导体业

务毛利率由2024¤¥的-33.19%改善至

2026¤¥的+1.79%；2025F§营收约71.95亿



�� uB NO

元、净利1.35亿元

º比公司A：IC封装基板

¾资Ç业

IC封装基板（B//ABF

载板）

ãz{要F大陆仅2©º批量供应英伟Ð ABF

载板，兴森为¾资7�，未µ?具体º比公司

NF<i务��；具体º比公司��xy，需

进�步核实

º比公司B：PCB量产/批

量板Ç业

高多« PCB量

产、¤¯I

ãz{要中未提供具体º比公司NF、�占率

<i务��，��xy；仅提及公司PCB样

板/小批量业务毛利率长期高于批量板

º比公司C：半导体A/-

测试板Ç业

半导体测试板/探针卡

基板

ãz{要F兴森科技MÙ�Ø、�占约

15%，N度配套泰瑞Ð、爱德e；未#?其

��二Ç业NF<��，具体×争格×��x

y

兴森科技在行业¾定$为“中Ò电子电路制�”ÓÔ的多元Ö×÷：�方*以PCB样板/小批量业务
\为稳定现金流基本盘（2026¤¥收入25.03亿元、占61.98%，毛利率25.56%），ãz{要F其连
续15年�占第�、Q�远超第二N至第_N�和，具H速I样黏性<相对定价能�；另�方*以 IC
封装基板（2026¤¥收入12.09亿元、占29.94%，同比+67.34%，毛利率-0.36%基本²正）<半导
体测试板（2026¤¥收入1.20亿元、毛利率23.48%）\为第二增长曲�，ãz{要F公司为5¾Á
�¾资同�量产B/+ABF载板Ç业、5¾��载板龙!（�占约25%）、MÙ A/-测试板�Ø（�
占约15%），客户KB周期1-3年、壁垒较高。相较上ÒÞë板龙!（价格©导能�较强）<下Ò大
J��/封测/��客户（集中度高、议价强），公司\为中Ò制�ÓÔ利润率³上Ò大íÜ¨ 价<
下Ò大客户�价的双4挤�，中长期业绩弹性取决于FCBGA载板量产进度< CSP产能利用率提升�
来的产¨结构升ü。需注
：同行业º比公司具体NF、�占率<i务��在ãz{要中基本xy，
上u对比<�主要为公司自身业务��<行业描u，具体同业×争格×��xy，需进�步核实。

七"ÒÓÔÕ

± FCBGA项目量产及盈利;现风险：承载FCBGA产�的ÏÐ兴森2025年营业收入仅2689.99e
元，营业利润亏损6.44亿元、净利润亏损5.33亿元，项目仍处于高投入、�产?阶段；若量产
进度、â率>客户导入不及:期，半导体业务盈利改善º能�后。

± IC封装基板客户集中风险：IC封装基板�五大客户收入占比由2023年的48.48%升至2024年
的53.54%，其收入增长和产能利用率较大程度<=��及封测大客户；é�>��客户èé、
KB及议价�>º能对业绩产生较大��。

± bõö 价<利润率承�风险：公司ô�õö成本占比超过60%，Þë板、ë�、半·>ý、
金þ等成本分别³ë价、ì价和金价��；2026年上半年PCB毛利率为25.56%，ËÌ兴Í净
利润同比下$ 45%，已显�bõö上 对�分业务盈利的��。

± 资本开
、��及现金流风险：2026年上半年经营�动现金流净�约为-2.47亿元，2026年�
季度o有息��®�约58.75亿元、资产��率为63.85%；若定增扩产、FCBGA和mSAP项
目继续投入，而经营现金流改善不足，º能加大�资和i务�§。

± 定增��及方案实ë风险：公司拟向不超过35N�定对ãc行不超过5.10亿股、募集不超过
39亿元，方案尚需股东会、N交所审核及B�会注册；若c行实ë，º能�来股本扩9和 股
收���，若审核、�资>项目建�进度不及:期，扩产�ù	º能¶整。



± )�<业绩;现错配风险：截至2026年9月11日，公司+, P-约495.、//01P-约308.6
.、PB约11.9.，而2025年归母净利润仅1.35亿元；�2)�对未来高端载板放量和利润快
速增长已有较高:期，若实n利润�于:测，)�:动º能明显放大。

± 高%&<�期资金分(风险：9月7—8日股价快速上 后，9月9日起主�资金?现净流?>资
金分(，9月11日%&率仍为9.92%；若股价无á有效)破 40.0—41.1元���£，�期:动
和~撤幅度º能加大。

± ��股东损�口径��风险：2026年中报�*�在���股东损�的净利润为�、而归母净利
润为正的口径��，主要<亏损子公司及��股东承§的损�有�；若未ª�¨用归母净利润口
径，º能�成对公司整体盈利状@和)���的误判。

八"F论8�Ç

兴森科技Ã�处于©ª PCB业务相对稳定、半导体业务快速增长、整体盈利能�修复的²J阶段。
2025年归母净利润已由2024年的亏损1.98亿元²为盈利1.35亿元，2026年上半年�非归母净利润
ÐÀ 1.25亿元，+明亏损主体à亏、产能利用率改善及产¨结构�>已开始体现。中长期增长��
主要在于 IC封装基板收入�续提升、FCBGA项目¥步量产，以及高阶mSAP产能建�ó成后�来的
规模效应。

但公司目�的盈利基础仍不够稳·：IC封装基板收入增长较快而毛利率仅�'盈亏�衡，FCBGA项
目仍*临量产爬坡和成本��Ì题；PCB业务则³Àbõö 价及客户议价的双4��。�构对
2026—2028年利润:测��较大，34�2对FCBGA放量、产能利用率和盈利;现Ô�仍�在明显
分(。

后续Ó察45包括：FCBGA及CSP项目的量产进度和毛利率能否�续改善，高阶mSAP扩产及定增
方案能否º利�~，经营现金流能否�盈利修复²正，以及在Ã�较高)�下业绩增长能否�续=>
)���。技术*上，股价处于高%&强势¶整阶段，40.0—41.1元附'�在'期��，38.5—39.1
元及36.3—36.9元为4要Ó察�£，但技术信g不改�公司基本*;现仍需�£的r实。
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BC日报1-1NO�兴森快P电路科技股Q有R公司12024年年度报告a要1—1
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兴森科技È002436É2025年年报及2026年�季报5û：行业复��动公司业绩大幅增长1盈利能�È亏为盈1—1
SYYZX://m.STl^U.]_m/XY_]ñ/HGHK-GK-GK/HHIH�JwKH.SYm�

兴森科技qz~复：Þë板主要由ë�、��Ö等制成，其中ë�占Þë板成本最大1—1
SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/ABHGHJGIGvGGG¥�J�w.XSYm�

ë价上 对兴森科技的��较为显¤1-1ë价上 对兴森科技的��较为显¤1—1
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兴森科技È002436É-公司公告-兴森科技：2020年NO�兴森快P电路科技股Q有R公司公开c行º²%公司�C 2023年ù
úûü报告-股ä行?中�1-��BC1-1半导体测试板方*，公司半导体测试板�用��、制�、�*ä装和ïh的经营模æ，
产¨°J包1—1SYYZX://k.XY_]ñ.X_S^.]_m/]U/��/HGHJ/GGHIJK/¦JKKGv¥J.XSYm�#I

公司生产成本包括ô�õö成本、p�成本和��等，其中，ô�õö成本占比超过1\È60\%\É1—1
SYYZX://www.]XZTU��^WU.]_m:¥JGGJ/ZTU��^WU]mX]U/[WY\U�-WUU_^U]TmTUY/[WY\U�-\Uf_[/l\U�XTUñ^W\%\Ta\WU�^/
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%BJ%-¦%B�%�H%-¦%�¦%BI%-K%AJ%A-%-¦%BF%AB%-K%�¯%Bv%-v%wI%B¦%-�%Bv%AF
%-v%Av%w¥%-K%�A%�G%-�%�H%A¥%-I%BB%B¯%-K%wC%�w%-w%ww%wG%-¦%�¦%AC%-¦%�F%B�%-¦%�F
%�A%-v%wB%B�%-¦%�¦%BJ%-¦%�G%BA%-¦%��%B�HGHH%-¦%Bw%BI%-�%Bv%wF%-�%B�%AA%-�%AF
%�I%-v%BA%Av%-K%�A%A¦%-¦%w¥%�A.Zaf#K#I

中5股ä投资÷�系�台ø动Ì答1-1NO�兴森快P电路科技股Q有R公司1-12020年 7月22日1-1同¹º1—1
SYYZX://&WX\].¥G%kñW.]_m.]U/GGHIJK/#¥¦v¥KvvJ¥w�KvI¥¦I¥¥I

bõö 价-PCB行业洗*加速1—1SYYZ://www.%\TSW_Z]&.]_m/ZW�THJ?W[Y\]�T_\a�¥¥H&&[a�¥

兴森科技：2026年度向�定对ãc行A股股ä:案1-1PCB\为电子产¨和信息基础�ë不ºx�的基础电子元1件，其应
用范围Ï泛，<MÙ宏Ó经济形势�m度较高1—1SYYZX://k.XY_]ñ.X_S^.]_m/]U/UTwX.SYm�?
YTlYIa�¥HH¦J�JIII&YW&�¥GG&Y�ZT�¥GG&]_aT�]U_GGHIJK&aWYT�HGHK/GKHI#¦

Þë板龙!年¾第÷j¶价，PCB产业8谁在“吃肉”、谁在“挨I”？1—1
SYYZX://]%.X\UW.]_m.]U/W[Y\]�TX/v\Tw/¦¥�H¥v¥¦I¦/¥JIT¥WwwwGHGGH%SYm



2025年中5印制电路板（PCB）产业价�8分析1bõö价�较高（组图）-BC"W1—1
SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/IGHGH¦GI¥vGGGHI¦¦I

兴森科技È002436É:2020年NO�兴森快P电路科技股Q有R公司公开c行º²%公司�C 2025年ùúûü报告1-1ùú期
¾，公司 IC封装基板项目收入增长较快，但整体亏损有所扩大1—1SYYZ://v\ZwY¥.]m.UTY.]U/ZHGH¦GKJGGGGI¥G.SYm�#J

兴森科技1-1注：该�的营业收入系 PCB业务生产板�收入1—1
SYYZ://m_UT�.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/]_[Z/v\Tw/vCB_A��B^��TY\U¯TYW\�.ZSZ?XY_]ñ\a�GGHIJK&\a�¥GHwKJ¦¥#J

兴森科技È002436É_公司公告_兴森科技：2024年年度报告新Pi经_新Pj1-1序g1|1客户NF1|1ïh�（元）1|1占年度ïh
��比ì1—1SYYZX://v\Z.XY_]ñ.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/]_[Z/v\Tw/vCB_A��B^��TY\U¯TYW\�.ZSZ?
XY_]ñ\a�GGHIJK&\a�¥GwKJKJ�#I

兴森科技1-1序g1|1客户NF1|1ïh�（元）1|1占年度ïh��比ì1—1
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<YW&�T><Y[><Ya>公司NF</Ya><Ya>�五大客户收入占比</Ya><Ya>客户�量</Ya><Ya>èé?@</Ya></Y[><Y[><Ya>兴森
科技</Ya><Ya>2018-2020年�五大客户营业收入占比7-11%"£</Ya><...1—1
SYYZ://[TZ_[Ya_]X.XYWY\].XVXT.]U/UZF\�TX/[WX\Uf_a\X]¥/HGH¥¥G/AAS_HGH¥¥G_GGG¥vCKI¥H¯-F¯JF-IACAvHA�¯A�--JF.
Zaf#v�#�

兴森科技：2020年公司PCB生产ïh业务�五大客户ïh�占比为12.04%，公司下Ò客户相对分散，不<=于é�行业
>÷客户1—1SYYZX://m.U&a.]_m.]U/W[Y\]�TX/HGH¥-Gv-Hv/¥�¦¦J¥v.SYm�

兴森科技È002436É主营业务经营分析查询|查股j1-1�^&\Y.]U-股比�.中51—1
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兴森科技：2025年盈利1.35亿元1拟10¡ 0.3元1—1SYYZX://UTwVV&]l.]X.]_m.]U/]lUTwX_m.SYm�?
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兴森科技È002436É主营业务经营分析查询|查股j1-1]SW�^wWU�.]U-查股j.中51—1
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兴森科技:2025年年度审�报告_九方Ö投1-1®� 2478663331.061687152179.681—1
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兴森科技1-1注：该�的 IC封装基板不� FCBGA封装基板产ï量?@1—1
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兴森科技È002436É_公司公告_兴森科技：2020年NO�兴森快P电路科技股Q有R公司公开c行º²%公司�C 2025年
ùúûü报告新Pi经_新Pj1-1注：该�的 IC封装基板不� FCBGA封装基板产ï量?@1—1
SYYZ://m_UT�.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/]_[Z/v\Tw/vCB_A��B^��TY\U¯TYW\�.ZSZ?XY_]ñ\a�GGHIJK&\a�¥¥H¥GJ¥�#J

兴森科技增收不增利1豪掷 60亿押注 IC封装却迟未起量1是N��至还是�明��？1—1SYYZX://mUWU]T.X\UW.]U/HGHK-GJ-
GK/aTYW\�-\USZVvUZ¦wwKv¥J.a.SYm�?f[_m�wWZ

加D扩产，��进阶产¨�31—1SYYZX://&\�aWYW-XJ.wm]�_^a.]_m/[TXTW[]S[TZ_[Y/HGHJ-
¥H/KT]�G]a&IW¦IwT]�¦f&]fT�&IKa¦¥JJI.Zaf#K#I

兴森科技"二1兴森科技1'�年的核�新项目是 IC载板（FCBGA/ABF）产�，主要集中在ÏÐ黄埔和ÑÀ基~。1.1ÏÐ黄
埔 IC载板项...1—1SYYZX://l^Tk\^.]_m/¥KvK��w¥G¥/JvvwJIvKw

兴森科技e 116©�构¶ã：公司CSP封装基板2023年度Ä实现收入8.2亿元，ÏÐ�厂和ÑÀ�厂®�Ä有3.5e�方
9/月产能（附¶ãÌ答）1-1兴森科技e 116©�构¶ã：公司CSP封装基板2023年度Ä实现收入8.2亿元，ÏÐ�厂和Ñ
À�厂®�Ä有3.5e�方9/月产能（附¶ãÌ答）1—1SYYZ://XY_]ñ.¥G%kñW.]_m.]U/HGHIGIHK/]K¦vJ¥GI�G.XSYm�#¥

兴森科技ABF载板：规ù 2200e�/月产能，FCBGA5产67窗口r件î动	
ÜBC1—1
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兴森科技È002436É：不	加大ABF载板项目投资建�1
�5产>进程c71—1
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兴森科技c7�y：ABF载板量产+IC载板扩产+PCB稳�增长Ø

î动、5产 IC载板龙!开�高增长周期分析1—1
SYYZX://www.X�Z%&�.]_m/�W&T�X�S/l\U�XTUñT%\fWVSWUk\WU%\U�/¥/vHwJJHJ.SYm�

兴森科技（002436）主营<核�能�ó整b理�、Ø大核�主营（双轮î动：PCB现金业务+半导体高增长业务）1.1PCB
印制电路板（营收占比约68%，基本盘、现金流来源）产¨��样板/H速快件板、小批量高多«板、¤¯I 高密度板、¬­
结®板、g信x板、高é高速�模�板、°载板S`P、¶�¸¹�ê PCB。行业~$核�能�-15¾ PCB样板/小批量绝对
龙!，连续15年�占第�，Q�远超第二N至第_N�和；主I 24小�H速I样，ÞßMÙø千�©ãcÇ业，电子ãc
“卖�p”�性强。-1M�ÝÞß：à成á/TUY\U�、改â半加成mSAP、半加成SAP，º做高«、�ë、高�径比�ê�
路板。-1下Ò应用：AIç务1、800G/¥.K/�模�、5G/KG基å、�o、/0、çè电子、¶�¸¹（�核��装置电o电
路板配套）1。核�客户O为、中兴、PQ、比uR、�ST、大U、中5电科、¸¹科�、þ基u、爱f信等。2.1IC封装
基板（营收占比约23%，第二增长曲�、高毛利核�）�大高端载板同步量产，¾资�x标的：1）CSP/B/��载板-1用
于¯AA0、NAN¯、UFS��êý；5¾��载板龙!，5¾�占约25%。-1�定长V��、长'��、ØW、SXÀ�Y，
ÑÀ基~满产供�。2）FCBGA/ABF��载板（AI核�）-15¾Á�¾资同�量产B/+ABF载板Ç业，)破mSAP�细�路
�Ý，最小�宽�距 9/12μm，¥KöHG«高阶基板â率85%-90%。-1�配GPU、CPU、�� AIêý、FPGA；5¾��g过
英伟Ð BHGG/A^&\U、O为��双KB¾资厂，O为�� FCBGA核�供应Ü。产能规ù-1ÑÀ：B/��载板，月产能5e
㎡；-1ÏÐ黄埔 FCBGA基~（�投资超39亿）：�期2026年量产，年o月产能爬坡至6eý，远期M�Ð产后月产能超
20eý；é FCBGA板�毛利率35%-40%，显¤高于�g PCB。J.1半导体A/-测试板（营收占比约3%，高毛利率细分）- 1
产¨：探针卡基板、�载板、�>测试板、高�径比高«²�板，Þß��测试、封装后测试M流程。-1行业~$：MÙ�
Ø，�占约15%，N度配套泰瑞Ð、爱德eMÙ!�测试�备厂Ü，êý制��需�õ。二、五大­核核�×争能� 1.1M
制程�Ý壁垒（5¾H�Ç业具备）ó整� PCB+IC载板M套�Ý：�gà成á、mSAP改â半加成、SAP半加成，ºÞ
ß=.、g信、��、��、测试M¨°高端电路，�路�度、高«Ö�、�ë、高�径比�Ý5¾第�!"；Ö×�#载
板�Õ技术路�。2.1样板H速交付$¾%（独有现金流壁垒）行业Á�规模>H速快件交付体系，ãcI样交付速度远超
同行，MÙ电子ãc客户高度<=，客户&性H强，为高端载板ãc�续'(。3.1�x高端载板5产67资¼大陆仅2©º
批量供应英伟Ð ABF载板，兴森为¾资7�；I破日)台长期*	，��+AI��双�3同�)破，是5¾封测、êý厂5
产67首+供应Ü，客户KB周期1ö3年，壁垒H高。4.1多基~规模>产能Ö×ÏÐ、ÑÀ、Å兴、ËÌø大制�基~分
�明A：样板、量产业务、��载板、AI�� FCBGA分�ý业>生产，同步扩产,配 AI<��周期上行需�。5.1¶�/�
ê电路配套资¼具备¸¹、¶�高º» PCB生产资¼，º生产抗辐
、宽温域�密电路板，£�配套核��-卡./0体
o制系ª、等离子�测电o板，但不生产超导�õ、0体结构件，仅下Ò电子配套。Ø、业务毛利<成长�分1.1©ª
PCB：毛利率18%-25%，稳定现金流，增长�稳；2.1A/-测试板：毛利率30%+，体量小但盈利稳定；3.1IC封装基板
（FCBGA1ABF）：毛利率35%-40%，AI��核�增量，公司中长期业绩弹性来源；4.1核��/超导题õ：仅PCB配套，营
收占比H�，无超导õö、0体制�业务，�于题õ
�，不íî核�业绩。ø、ãc实�
Õ 2021ö2026�¥µ�ãc投
入超22亿元，ãc.率长期5%以上，�有千�项电路、载板ý利；�续投入FCBGA�细�路、1入基板、�#基板�Õ
ãc，
Õ高端产¨�续27。1—1SYYZX://m_&\�T.W\�^Z\W_.]_m/�\vTX/^XT[mX�/\a/¦KJw�HH#¥

兴森科技：2024年实现营业�收入58.17亿元1同比增长8.53%1拟10¡ 0.3元1-1兴森科技：2024年实现营业�收入58.17
亿元1同比增长8.53%1拟10¡ 0.3元1—1SYYZX://UTwVV&]l.]X.]_m.]U/]lUTwX.SYm�?
[WUa_m�¦UIGJ¤Jm&UWmT�UTwHGH¦GIH¦¥KIK¥KXkZ�^Tk[#¥

兴森科技：2024年净利润亏损1.98亿元1—1SYYZX://www.]SUf^Ua.]_m/W[Y\]�T/JaGv�T&W-TW]G-TGHK-]W¦&-
JW¥wvwWwaWTw

兴森科技È002436.SLÉ2024年净利润为-1.98亿元，同比由盈²亏1—1SYYZX://www.%\Tm\WU.]_m/W[Y\]�T/¥HK�KGwJ.SYm�

GGHIJK1|1SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.1`Ya.1AUU^W�1IU]_mT1SYWYTmTUY1|10W[ñTYWWY]S1-1GGHIJK1CS\UW:1
SSTUVSTU1—1SYYZX://www.mW[ñTYwWY]S.]_m/\UvTXY\U�/XY_]ñ/GGHIJK/mUWU]\W�X?]_^UY[�]_aT�]U#¥

兴森科技È002436.SLÉ2024年净利润为-1.98亿元，同比由盈²亏1—1
SYYZX://m.¥KJ.]_m/a�/W[Y\]�T/JUGBHJU¯G¦JIAISC.SYm�

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.1ÈGGHIJK.SLÉ1\U]_mT1XYWYTmTUY1ö1§WS__1F\UWU]T1-1SSTUVSTU1-1¯T�W�Ta1
�^_YT1CN§1—1SYYZX://X�.mUWU]T.�WS__.]_m/k^_YT/GGHIJK.SL/mUWU]\W�X/#¥

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1ÈS¤-:GGHIJKÉ1F\UWU]\W�X1BvT[v\Tw1-1SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_1—1
SYYZX://XY_]ñWUW��X\X.]_m/k^_YT/XST/GGHIJK/mUWU]\W�X/#¥



GGHIJK1SY_]ñ1F\UWU]\W�1AUW��X\X1-1SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.1ÈSLS-É1SY_]ñ1-1GGHIJK1SY_]ñ1F\UWU]\W�1
AUW��X\X1-1SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.1ÈSLS-É1SY_]ñ1—1SYYZX://fUY�.]_.^ñ/Xm/]U/GGHIJK#¥

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S`Ya1ÈSLS-:GGHIJKÉ1-13415167189:;1-1S\mZ��1WW��1SY1-1SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1
/T]S1C_1—1SYYZX://X\mZ��wW��.XY/ñ_/XY_]ñX/]U/YT]S/XVXT-GGHIJK/XSTUVSTU-fWXYZ[\UY-]\[]^\Y-YT]S�Ya-XSW[TX/ZWXY#¥

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_1`Ya1ÈGGHIJKÉ1F\UWU]\W�1S^mmW[�1-1IUvTXY\U�.]_m1LA1-1B[TWñ\U�1NTwX1—1
SYYZX://VW.\UvTXY\U�.]_m/Tk^\Y\TX/]\[]^\Y-YT]S-W-mUWU]\W�-X^mmW[�#¥

兴森科技：2025年年度归�于上�公司股东的净利润同比增长168.05%1—1
SYYZX://]%.X\UW.]_m.]U/W[Y\]�TX/v\Tw/HJ¥¥GvvIvH/�w]GJTKGGHGGH%%%I

兴森科技:12025年年度报告a要Eu1—1SYYZ://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/ANHGHKGIH¦GGGG¦¥IK.XSYm�

<森科技È002436.SLÉ2025年=利>同比增? 168.05%1@ 10¡ 0.3元1—1
SYYZX://k^_YTX.WWXY_]ñX.]_m/Y]/]USñ/k^_YT/XY_]ñ-UTwX-]_UYTUY/GGHIJK/G`¤¦H¥�KwGN/G`¤

兴森科技È002436.SLÉ2025年净利润同比增长168.05%1拟10¡ 0.3元1—1
SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/IGHGHKGIHIGGGKvH¥I.XSYm�

兴森科技È002436.SLÉ2025年净利润同比增长168.05%1拟10¡ 0.3元-BC"W1—1
SYYZX://I�.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/IGHGHKGIHIGGGKvH¥I

兴森科技：2025年盈利1.35亿元1拟10¡ 0.3元1-1兴森科技：2025年盈利1.35亿元1拟10¡ 0.3元1—1
SYYZX://UTwVV&]l.]X.]_m.]U/]lUTwX.SYm�?[WUa_m��Km�v�lk&UWmT�UTwHGHKGIH¦¥¥IHHvm&_Wk]UZ#¥

兴森科技È002436É2025年年报及2026年�季报5û：行业复��动公司业绩大幅增长1盈利能�È亏为盈1—1
SYYZ://XY_]ñ.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/XY_]ñ/�_.ZSZ/vATZ_[Y_SS_w/ñ\Ua/�WXYTXY/[ZY\a/�JIGKwKwI¥GI/\UaTl.ZSYm�#¥

兴森科技È002436.SLÉ：2025年年报净利润为1.35亿元1—1SYYZX://m.%\Tm\WU.]_m/W[Y\]�T/¥IJHG�Hw_X\UW.SYm�

兴森科技：2025年年度归�于上�公司股东的净利润同比增长168.05%1—1
SYYZX://m.¥G%kñW.]_m.]U/HGHKGIHI/]KvKHKw�KG.XSYm�

兴森科技È002436É：IC基板î动业绩增长1FCBGA量产A势Bc1—1
SYYZ://XY_]ñ.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/XY_]ñ/�_.ZSZ/vATZ_[Y_SS_w/ñ\Ua/XTW[]S/[ZY\a/�I¥¥KH¦�vI¥w/\UaTl.ZSYm�

�银5nBC：µC兴森科技®入ûü，目标价61.0元-BC"W1-1�银5nBC：µC兴森科技®入ûü，目标价61.0元 1
—1SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ABHGHKG�HvGGGIwJvv#¥

�银5nBC：µC兴森科技®入ûü，目标价61.0元1—1SYYZ://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/ABHGHKG�HvGGGIwJvv.XSYm�#¥

IC基板î动业绩增长，FCBGA量产A势Bc1—1SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/[TZ_[Y/Vw_XY[WYT��.%XSYm�?
TU]_aTU[��TF%FV��wYGXKUa[f%N�_S+[Xw�XV�§lB-¯KUUHIl]G��

�银5nBC：µC兴森科技®入ûü，目标价61.0元1—1
SYYZ://XY_]ñ.¥G%kñW.]_m.]U/SñX/HGHKG�Hv/]KvwJ¦w�GI.XSYm�

ã报指标速D-ã报-股äé3-BC"W1—1SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/[TZ_[Y/aWYW_W��_\XX[[[^Y^l[lkw[lZv[Z[.SYm�

�银5n-兴森科技-002436-IC基板î动业绩增长，FCBGA量产A势Bc-260825-ã报-公司¶ã-EF投ã资讯1—1
SYYZ://m.S\&_[.UTY/wWZ_aTYW\�.WXZl?\a�&�JWK&¥&WKa¦v�J�]w]¥KavWJfI¥JKa¦

GLùH1—1SYYZX://UTwX.¥G%kñW.]_m.]U/mT�a/X[/HGHKG�Hv/¦wIw¦IH¥.XSYm�

兴森科技È002436.SLÉãz报告-PC_¤SF¥G资ö1-1ã报a要1Â多1—1
SYYZ://TmwT&.XT]^[\Y\TX.TWXYm_UT�.]_m/ATXTW[]SATZ_[Y/\UaTl?Y�ZT�wT&&]_aT�SLGGHIJK&]_�_[�w#�&V�-G#¥

0024361兴森科技1-1ã报a要1Â多1—1SYYZ://TmwT&.XT]^[\Y\TX.TWXYm_UT�.]_m/ATXTW[]SATZ_[Y/IUaTl?
Y�ZT�X_fY&]_aT�SLGGHIJK#¥



开源BC：µC兴森科技®入ûü1—1SYYZ://XY_]ñ.¥G%kñW.]_m.]U/HGHKG�HI/]KvwHJ¥¦J¦.XSYm�

兴森科技È002436É价�分析_�股行?__同¹ºi经1—1SYYZX://Z[_m�T.¥G%kñW.]_m.]U/GGHIJK/w_[YS/#f_[T]WXY

兴森科技È002436É：2026�H利润显¤增长10SAP及载板产能加速扩充1—1
SYYZ://XY_]ñ.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/XY_]ñ/�_.ZSZ/vATZ_[Y_SS_w/ñ\Ua/�WXYTXY/[ZY\a/�IGwG¦K¦wvwH/\UaTl.ZSYm�

2026半年报5û：2026�H利润显¤增长，mSAP及载板产能加速扩充1—1
SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/[TZ_[Y/Vw_XY_]ñ.%XSYm�?\Uf_]_aT�APHGHKG�HI¥�H�JKJH¦K

开源BC：µC兴森科技®入ûü1—1SYYZ://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/ABHGHKG�HIGGGHwvGv.XSYm�#¥

0024361兴森科技1—1SYYZX://TmwT&.XT]^[\Y\TX.TWXYm_UT�.]_m/IUa^XY[�AUW��X\X/IUaTl?Y�ZT�X_fY&]_aT�SLGGHIJK#

兴森科技 9.17%，开源BC二周�µ?“®入”ûü-BC"W1—1
SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ABHGHKGwG�GGGHK¥�¦

00243612026.06.30 股净资产 &ZX1-1股ä1—1SYYZX://m.\wTU]W\.]_m/XY_]ñZ\]ñ/XTW[]S?
Z[TPW[WmX�&YX�¥&f�¥&kX�V�l�[S_m�%V]&k^T[�Y�ZT�&Y\a�XY_]ñZ\]ñ&w�GGHIJK+HGHK.GK.JG%-K%AF%�F
%-�%�H%A¥%-¦%�v%�G%-�%B¦%�I%-I%BA%Av&ZX

ã报指标速D-ã报-股äé3-BC"W1—1SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/[TZ_[Y/aWYW_W��_\XXv^[XvXl[lkY[lZv[Z[.SYm�

兴森科技È002436É经营分析_�股行?_同¹ºi经1—1SYYZX://f¥G.¥G%kñW.]_m.]U/GGHIJK/_ZT[WYT/#\UvTXY

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.:1/_Z10^Y^W�1F^UaX1¤_�aT[X1|1GGHIJK1|1CN-¥GGGGG�¯¦1|10W[ñTYS][TTUT[1
SW^a\1A[W&\W1-1wwHaG¥vfTIaw�IKvT¦HJWHTKI�K.m_JaGSHIG&F`�K�ZlII[K-TTHaN¥�m�N��I-^/IVX¦01—1
SYYZX://XW.mW[ñTYX][TTUT[.]_m/k^_YT/XY_]ñ/S¤-NL¤-N-FAS/PAIN/-CIACUI-wGKGG¥¦/Z_X\Y\_UX/#¥

兴森科技È002436É公司资ö1-1兴森科技1—1SYYZX://XY_]ñ.k^_YT.XY_]ñXYW[.]_m/]_[Z_GGHIJK.XSYm�#¥

兴森科技:2025年年度报告a要1_1兴森科技È002436É1_1公告正�1—1
SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/U_Y\]TX/aTYW\�/GGHIJK/ANHGHKGIHI¥�H¥¦¦wIwv.SYm�

兴森科技È002436.SLÉ：拟推2026年���股�ù_九方Ö投1—1
SYYZX://www.wfVY.]_m/aTYW\�/XV_JwwKwv_�_JIw]fTH]¦¦¦aGWf¦JH¥JII¦w¦�fKG�.SYm�

兴森科技:2025年年度Ø�分¡实ë公告1-1首�1>1—1SYYZX://www.]UmU.]_m/WUU_^U/aTYW\�/\UaTl.SYm�?
\a��JHKHJHwv¥¦H&]_aT�GGHIJK&aWUU_^U��]aTYW\�&WUU_^U��]#¥

NO�兴森快P电路科技股Q有R公司2025年年度Ø�分¡实ë公告1-12026年1—1
SYYZX://ZWZT[.]UXY_]ñ.]_m/SYm�/HGHK-G¦/H¥/]_UYTUY_HH¥wwJv.SYm#¥

兴森科技È002436É1-14大r项备J1-1股ä行?中�1—1SYYZX://k.XY_]ñ.X_S^.]_m/]U/GGHIJK/&w.XSYm�?¥JHwwwGI�H

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.1Z^&�\T1XTX1[KX^�YWYX1WUU^T�X1Z_^[1�LTlT[]\]T1]�_X1�T1J¥1aK]Tm&[T1HGH¦1-1
¦wI&JvfI¥�]K�]faaTGI¥&H¥JW1—1SYYZX://www.V_UT&_^[XT.]_m/W]Y^W�\YT-&_^[XT/XSTUVSTU-fWXYZ[\UY-]\[]^\Y-YT]S-
]_-�Ya-Z^&�\T-XTX-[TX^�YWYX-WUU^T�X-Z_^[-�-TlT[]\]T-]�_X-�T-J¥-aT]-]Tvf¦wafaG�wfJH¦#¥

兴森科技È002436.SLÉ：2025年年报净利润为1.35亿元1-1正在MN:1—1
SYYZX://www.%\Tm\WU.]_m/W[Y\]�T/¥IJHG�Hw.SYm�#¥

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d`Ya.1Z^&&�\]W1\1[\X^�YWY\1mUWUV\W[\1ZT[1�LTXT[]\V\_1]S\^X_1W�1J¥1a\]Tm&[T1HGH¦1-1
¥w¥JaW1—1SYYZX://\Y.mW[ñTYX][TTUT[.]_m/U_Y\V\T/XSTUVSTU-fWXYZ[\UY-]\[]^\Y-YT]S-]_-�Ya-Z^&&�\]W-\-[\X^�YWY\-
mUWUV\W[\-ZT[-�-TXT[]\V\_-]S\^X_-W�-J-]Tvf¦wafaG�wfJH¦#¥

SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d1`Ya.1Wak^\T[T1^U1HI%1Wa\]\_UW�1aT1G^WU�VS_^1X\U�ñT1STm\]_Ua^]Y_[1C_.d1`Ya.1
Z_[1WZ[_l\mWaWmTUYT1JHG1m\��_UTX1aT1�^WUTX1-1fI�&aTv]WfW¥�f]1—1
SYYZX://TX.mW[ñTYX][TTUT[.]_m/U_Y\]\WX/XSTUVSTU-fWXYZ[\UY-]\[]^\Y-YT]S-]_-�Ya-Wak^\T[T-^U-HI-Wa\]\_UW�-aT-
�^WU�VS_^-l\U�ñT-XTm\]_Ua^]Y_-]Tv]¦faaa]�wfHHG#¥



SSTUVSTU1FWXYZ[\UY1C\[]^\Y1/T]S1C_.d1`Ya.1vT[�[__Y1&T�WU�1\U1G^WU�VS_^1X\U�ñT1STm\]_Ua^]Y_[1Y_Y1HI%1v__[1]\[]W1
CN§1JHG1m\�%_TU1-1¦�H]JWIGwwGvW1—1SYYZX://U�.mW[ñTYX][TTUT[.]_m/&T^[XU\T^wX/XSTUVSTU-fWXYZ[\UY-]\[]^\Y-YT]S-
]_-�Ya-vT[�[__Y-&T�WU�-\U-�^WU�VS_^-l\U�ñT-XTm\]_Ua^]Y_[-Y_Y-HI-]Tv]¦faaa]�wfHHG?
^Ym_X_^[]T�]_Z�&^Ym_mTa\^m�X_]\W�&^Ym_]WmZW\�U�XSW[T#¥

兴森科技：拟定增募资不超39亿元1投向封装基板等项目1—1SYYZX://UTwVV&]l.]X.]_m.]U/]lUTwX.SYm�?
[WUa_m�B[k�II�v&UWmT�UTwHGHKGKHIGwHvI�^a_ka&Xl

兴森科技：拟定增募资不超39亿元1投向封装基板等项目1—1SYYZX://[_��.X_S^.]_m/W/¥GIGvKIv¥w_¥HGw��¦JJ?
X]m�¥GGG�.¥¦¦J_¥J-¥¦¦J_¥J-�GGJ_�GGJ.G-G.G-¥-G-G-G.G&XZm�XmZ].]_UYTUY.mZ.w.¥v�HJHGwHJJGIAXB¯IGw

兴森科技拟定增募资不超39亿元投建半导体基板项目等1—1
SYYZX://mUWU]T.]U[.]U/�]&a/HGHKGKHI/YHGHKGKHI_¦HvKvJ�JG.XSYm�

兴森科技拟定增募资不超39亿元，提高公司在高端基板�2×争�1—1SYYZX://XY]U.]_m/W[Y\]�T/aTYW\�/Jwv¦IG�.SYm�

兴森科技大动\，�� PCB产能扩9再提速1-1兴森科技（002436）6月23日á£公告拟定增募资不超过39亿元，其中20
亿元投向ÑÀ兴森半导体高阶mSAP基板项目，用于高速�模� PCB产能建�；11亿元投入ÑÀ兴科半导体封装基板Ø期，
新建年> 30e�方9 CSP基板产能；O� 8亿元用于偿还银行贷款及补...1—1
SYYZX://mUWU]T.\fTU�.]_m/]/�^¯-NaJvXXV#¥#¥

兴森科技：拟定增募资不超39亿元1投建高阶mSAP基板Ö能制�及产业>项目等1—1
SYYZX://mUWU]T.X\UW.]_m.]U/%%lw/HGHK-GK-HJ/a_]-\U\TñVñZKI¦HJJJ.XSYm�

兴森科技：拟定增募资不超39亿元1投建高阶mSAP基板Ö能制�及产业>项目等1—1
SYYZX://www.XY]U.]_m/W[Y\]�T/aTYW\�/Jwv¦IvK.SYm�

兴森科技：拟定增募资不超39亿元1—1SYYZX://mUWU]T.X\UW.]U/HGHK-GK-HJ/aTYW\�-\U\TmfX\w¦Kv�GK.a.SYm�?
vY�I&wm�JHwH_wGG�&]\a�vKvG¥&U_aT_\a�vKvG¥

兴森科技大动\，�� PCB产能扩9再提速1—1SYYZX://mUWU]T.TWXYm_UT�.]_m/W/HGHKGKHIJv�G¦v�Kv�.SYm�

兴森科技：拟募资不超39亿元1用于ÑÀ兴森半导体有R公司高阶mSAP基板Ö能制�及产业>项目È�期É等1—1
SYYZX://alZ[TXX.�T�_U�S^\.]_m/�\vT/H¦¥KKvv

兴森科技:1�于~�股Q进7的公告¾容a要-BC"W1—1SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ANHGHKGwGHGGGJ¦J�K

兴森科技:�于~�股Q进7的公告1—1SYYZX://www.]UmU.]_m/WUU_^U/aTYW\�/\UaTl.SYm�?
\a��I¥K�I�¦¦GIG&]_aT�GGHIJK&aWUU_^U��]aTYW\�&WUU_^U��]

兴森科技:�于~�股Qr项�_N股东及�_N无Rh条件股东�股?@的公告1—1
SYYZX://www.]UmU.]_m/WUU_^U/aTYW\�/\UaTl.SYm�?\a��I¥¦¥G¦��vw�&]_aT�GGHIJK&aWUU_^U��]aTYW\�&WUU_^U��]

兴森科技：公司拟~�不超过238.10e股公司股Q1—1SYYZ://�^WU]S^WU�.¥G%kñW.]_m.]U/HGHKG�H¥/]Kvw¥Iv���.XSYm�

兴森科技:1�于~�公司股Q方案的公告ú~�报告û1-1BC7D：0024361BCEF：1兴森科技1公告üg：2026-08-0391
—1SYYZ://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/U_Y\]T/SNHGHKG�H¥GGGGG¥H¥.XSYm�#¥

兴森科技1-1兴森科技1—1SYYZX://v\Z.XY_]ñ.mUWU]T.X\UW.]_m.]U/]_[Z/v\Tw/vCB_A��B^��TY\U¯TYW\�.ZSZ?
XY_]ñ\a�GGHIJK&\a�¥H¦¥HwII#¥

兴森科技:�于~�股Q进7的公告1_1兴森科技È002436É1_1公告正�1-1兴森科技:�于~�股Q进7的公告1查看 P¯Fb�1—1
SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/U_Y\]TX/aTYW\�/GGHIJK/ANHGHKGwGH¥�H�wH�vvGdJUU¥J/�¥JUIGJUUHJU-VJUFFJUUJJU
-JJ/ñlJUUHJ/SBJ/�w.SYm�#¥

兴森科技È002436É:取k金��构股ä~�ý项贷款承þÿ1—1SYYZX://v\ZwY¥.]m.]U/ZHGHKG�H¥GGHHI¥.SYm�

兴森科技:�于取k金��构股ä~�ý项贷款承þÿ的公告1_1兴森科技È002436É1_1公告正�1-1兴森科技:�于取k金��构
股ä~�ý项贷款承þÿ的公告1查看 P¯Fb�1—1



SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/U_Y\]TX/aTYW\�/GGHIJK/ANHGHKG�H¥¥�H�HKwII¥d%-¦%�¦%BI%-K%AJ%A-
%-v%Av%w¥%-K%�A%�G.SYm�#¥

中5股ä股Q~�方案1-1兴森科技1-12026年 8月21日1-1同¹º1—1
SYYZX://&WX\].¥G%kñW.]_m.]U/GGHIJK/#KI¦Iwww¦KKJ¦¦I¥�v¥w

兴森科技È002436.SLÉ：拟推2026年���股�ù1—1SYYZX://wwwSñ.WWXY_]ñX.]_m/X]/XY_]ñX/WUW��X\X/]S\UW-S_Y-
Y_Z\]-]_UYTUY.WXZl?\a�G`¤¦J¥GKK¥N&]WY��I&X_^[]T�G`¤

兴森科技:2026年���股�ùÈ草案É1_1兴森科技È002436É1_1公告正�1—1
SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/U_Y\]TX/aTYW\�/GGHIJK/ANHGHKGw¥¥¥�HwHv�GvwdJUU¥J/�¥JUIGJUUHJU-VJUFFJUUJJU
-JJ/ñlJUUHJ/SBJ/�w.SYm�

兴森科技:12026年���股�ù（草案）a要Eu-BC"W1—1SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ANHGHKGw¥¥GGGI�¦¥¦

兴森科技:1�于召开2026年第øj临�股东会的g知¾容a要1—1
SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/ANHGHKGw¥HGGGGGwGG.XSYm�

兴森科技:12026年���股�ù（草案）1—1SYYZX://XY_]ñ.XY_]ñXYW[.]_m/U_Y\]T/SNHGHKGw¥¥GGGIKJ�¦.XSYm�

兴森科技：第÷õqr会第_五j会议决议公告1—1SYYZX://mUWU]T.TWXYm_UT�.]_m/W/HGHKGw¥¥J�vHHv¦v¥I.SYm�

兴森科技：第÷õqr会第_五j会议决议公告1—1
SYYZX://]%.X\UW.]_m.]U/W[Y\]�TX/v\Tw/HJ¥¥GvvIvH/�w]GJTKGGHGGHUlw�

兴森科技：第÷õqr会第_五j会议决议公告1—1SYYZX://www.X_S^.]_m/W/¥GvIwHKIw¦_¥H¥�¦v¦IK?
X]m�¥GGG¥.vvIK_¥J-¥¥wGGG.G.G-G-G-G-
G.G&XZm�XmZ].]SWUUT�_J¦I.&�_]ñJ_JH_PvBv&^_¥_fa.¥�.¥v�w¥JGwIvIJ¥XkHkX�A_vvIK

兴森科技È002436É召开临�股东会1拟推进股Øb理及股Q~�1—1SYYZ://www.TT_.]_m.]U/HGHK/Gw¥¥/¥GJHHwH.XSYm�

兴森科技:2026年���股�ù（草案）_九方Ö投1—1
SYYZX://www.wfVY.]_m/aTYW\�/XV_GGHIJK_w_¦ITWJ�WKfvJawvI]WvHv]WJfJW&WI&T&.SYm�

兴森科技（002436）9月10日主�资金净®入1.72亿元-BC"W1—1
SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ABHGHKGw¥GGGGH¦¦HJ

兴森科技139.331-0.38È-0.96%É最新价格_行?_走势图—东方i富j1—1
SYYZX://k^_YT.TWXYm_UT�.]_m/]_U]TZY/XVGGHIJK.SYm�?f[_m�]�WXX\]&TvTUY]_aT�WT&_k^_YT_TUY[WU]T¥#fX]SW[Y-[L

兴森科技È002436É_�股概览_股ä价格_实�行?_走势图_新�资讯_股û_i报_F\US]_ZT-AI让投资ÂEé1—1
SYYZX://mUWU]T.&W\a^.]_m/XY_]ñ/W&-GGHIJK?mW\U/W&�%-¦%��%�K%-K%w-%wG

T公司，上�公司资讯第��台。最新、最快、最有价�的上�公司快讯。��P解上�公司密D，为投资÷QR客Ó信息。
S®上�公司<投资÷ø动，ôT上�公司有价�的�动、会议。1—1SYYZX://T�X.XY]U.]_m/k^_YWY\_U/XY_]ñ-\Uf_.SYm�?
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行?1—1SYYZX://m.XY_]ñ.Z\U�WU.]_m/XYWY\]/k^_YT/k^_YT/aTYW\�.SYm�?]_aT�SLGGHIJK

兴森科技（XVGGHIJK）行?走势1—1SYYZX://www.XY]U.]_m/k^_YTX/\UaTl/XVGGHIJK.SYm�

兴森科技（XVGGHIJK）行?走势1-1兴森科技1（XVGGHIJK）1HGHK-Gw-Gw1¥¦:¥v:J�（ËÌ�£）1+U加自+1—1
SYYZX://www.XY]U.]_m/k^_YTX/\UaTl/XVGGHIJK.SYm�#¥

兴森科技（002436）-�股V?-WXi经1-1首�1>1兴森科技（002436）1—1SYYZX://www.%mUf_.]_m/XY_]ñX/GGHIJK?
ZW�T�H#¥

兴森科技139.451-0.67È-1.67%É最新价格_行?_走势图—东方i富j1-1（2026-09-091W期Ø115:34:24）交易状,:1已收盘1—1
SYYZX://k^_YT.TWXYm_UT�.]_m/XVGGHIJK.SYm�#¥

兴森科技È002436É行?��_走势图_九方Ö投1—1SYYZX://XY_]ñ.wfVY.]_m/\UaTl/XV_GGHIJK.SYm�
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兴森科技È002436É股ä最新价格行?d实�走势图d股价分析:测_英为i? IUvTXY\U�.]_m1-1兴森科技1È002436É1—1
SYYZX://]U.\UvTXY\U�.]_m/Tk^\Y\TX/]\[]^\Y-YT]S-W#¥

兴森科技ÈXVGGHIJKÉ股ä价格_股ä实�行?_走势图-新Pi经1—1
SYYZX://k^_YTX.X\UW.]U/SX/]_mZWU�/k^_YTX/v\Tw/XVGGHIJK?YW&X_^[]T�]%Vw�

兴森科技ÈSL:GGHIJKÉ1-1兴森科技ÈSL:GGHIJKÉ1—1SYYZX://l^Tk\^.]_m/S/SLGGHIJK/UTwX?ZW�T�JH#¥

兴森科技ÈSL:GGHIJKÉ1—1SYYZX://l^Tk\^.]_m/XU_wmWU/S/SLGGHIJK/
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YT]S-W-]_UXTUX^X-TXY\mWYTX
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XSX�m&_��GGHIJK#¥
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YT]S-W#¥

兴森科技È002436É1千股千û1_1��中�1_1东方i富j1—1
SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/XY_]ñ]_mmTUY/XY_]ñ/GGHIJK.SYm�
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兴森科技 停，�构净®入2.60亿元，N股g净®入2.45亿元1—1SYYZX://XY]U.]_m/W[Y\]�T/aTYW\�/I¥v¦¥GJ.SYm�

股ä行?快报：兴森科技（002436）9月11日主�资金净卖? 3776.60e元-BC"W1—1
SYYZX://wWZ.XY_]ñXYW[.]_m/aTYW\�/ABHGHKGw¥¥GGGIwH�¦

兴森科技È002436É资金流向1_1��中�1_1东方i富j1—1SYYZX://aWYW.TWXYm_UT�.]_m/V%�l/GGHIJK.SYm�

兴森科技大 9.96%，成交� 28.11亿元，主�资金净流入2.42亿元1—1
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5产êý概_ 7日主�净流入153.26亿元，�`科技、a电股Q、兴森科技b�1—1
SYYZX://m.%[%.]_m.]U/mWaWZYT[/mUWU]T/HGHK/Gw/Gv¥¦¦¦¦�JvH¦Iw.XSYm�

PCB概_ 7日主�净流入173.29亿元，东��密、生�科技、a电股Qb�1—1
SYYZX://mUWU]T.%[%.]_m.]U/HGHK/Gw/Gv¥¦¦¥¦�JvH¦¦J.XSYm�
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